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Abstract (en)
[origin: WO9010307A1] A glass deposition viscoelastic flow process for forming planar and semiplanar insulator structures on semiconductor
devices (202), which includes feeding vaporized reactants into a reaction chamber at a reaction temperature between 750 DEG -950 DEG C
and subjecting the surface of the semiconductor devices to a high reactant velocity. The high reactant velocity allows the formation of a high
quality, uniform glass layer (200) at temperatures compatible with the fusion temperature, so that deposition occurs simultaneously with the
viscoelastic flow of the glass. The simultaneous deposition and flow provides for topographical planarization substantially free of voids and other
layer inconsistencies.

Abstract (fr)
Un procédé de dépét de verre a écoulement visco-élastique permettant de former des structures isolantes planes et semi-planes sur des dispositifs
(202) a semi-conducteurs, consiste a amener des réactifs vaporisés dans une chambre de réaction a une température de réaction comprise entre
750° et 950°C, et a soumettre la surface des dispositifs @ semi-conducteurs a des réactifs se déplagant a une vitesse élevée. La vitesse élevée
des réactifs permet la formation d'une couche de verre uniforme (200) de qualité élevée, a des températures compatibles avec la température de
fusion de sorte que le dép6t ait lieu simultanément avec I'écoulement visco-élastique du verre. Le dépét et I'écoulement simultanés produisent un
aplanissement topographique sensiblement dépourvu de vides et d'autres défauts de la couche.
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